
Applications
SO8-FLは低オン抵抗と高速スイッチングMOSFET向けに設計され、ミディア
ムパワーアプリケーションに最適です。

	f バッテリー保護回路
	f ノートPC
	f ポータブル電子機器
	f DC/DCコンバータ

Reliability Qualification
Amkorのデバイスは実績のある信頼性の高い部材で製造されています。

	f 高温高湿（HTS）を除くすべての信頼性試験にはJSTD-020に準拠した前処
理が含まれます

	f 耐湿性：JEDEC level 1 85°C/85% RH, 168 hours, IR reflow 260°C 3x
	f uHAST：130°C/85% RH, no bias, 96 hours
	f 温度サイクル：-55~150°C, 1000 cycles
	f 高温保管（HTS)：150°C for 1000 hours

Test Services
Amkorはすべてのパワーディスクリート製品にフルターンキーを提供いたしま
す。MOSFET、バイポーラトランジスタ、IGBT、ダイオードおよびレギュレー
ターIC／インテリジェントパワーデバイスを含む様々なパワーデバイスのテス
トに対応しています。

	f パワーディスクリートテスト
	▷ DC試験
	▷ AC試験（スイッチング試験、容量試験、Rg試験等）
	▷ 破壊試験（誘導性負荷/VSUS）
	▷ 熱抵抗（ΔVDS、ΔmVなど）

	f プログラム作成／コンバージョン
	f 不良解析
	f テスト／ハンドリング技術
	f マーキング、外観検査、テープ&リール一体機

SO8-FL（フラットリード）は薄型の熱特性強化型パッケージであり、
標準SOIC 8 ldパッケージと同じフットプリント（5 x 6 mm）を維持し
ながらワット損を47%改善しています。JEDECとJEITAパッケージアウ
トラインの両方をラインアップしております。

	f 本パッケージは以下の名称でも知られています
	▷ SOP-Adv
	▷ PowerFLAT 5x6
	▷ TDSON
	▷ HVSON
	▷ JEDEC MO-240 AA
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FEATURES

	f SOIC 8 ldと同じサイズの薄型かつ熱特
性に優れたパッケージ

	f より優れた放熱効率のためのデュアルCu
クリップ接続

	f クリップ＋ワイヤおよび複数ワイヤに
対応

	f テストとパッキングサービスを備えたタ
ーンキー

	f 環境に優しい材料：Pbフリーめっき、 
ハロゲンフリーモールド樹脂

NEW DEVELOPMENTS

	f より優れた熱性能のための両面露出パ
ッド

	f 細いダイシングラインで薄型ウェハダイ
シングに対応

	f より大型／より高密度のリードフレーム
ストリップ

	f 環境に配慮したPbフリーはんだペースト

PROCESS HIGHLIGHTS

	f めっき加工なしのベアCuリードフレーム

	f ダイアタッチ： 55 µm厚チップピック
アップ

	f インターコネクト：より優れた電気性能
と熱性能を追求したCuクリップ技術。ク
リップ＋ワイヤおよび複数ワイヤに対応

	f めっき：100%無光沢Sn

	f マーキング：ペンタイプレーザー



詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメ
ールをお送りください。
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Standard Materials
	f リードフレーム：ベアCu
	f ダイアタッチ：はんだペースト
	f インターコネクト（3種のオプション）

	▷ デュアルCuクリップ
	▷ 複数Cuワイヤ
	▷ Cuクリップ＋1ゲートワイヤ

	f モールド樹脂：ハロゲンフリー

Shipping
	f テープ&リール

	▷ 3000 pcs（JEDEC)／リール
	▷ 5000 pcs（JEITA)／リール
	▷ テープ幅 12 mm
	▷ リール Ф = 330 mm

	f バーコードラベル　
	f ドロップシップ
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Cross Sections
Dual Copper Clip Multiple Copper Wires Copper Clip and Wire
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